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Die folgenden Angaban sind den yom Anmelder eingereichten Unterlagen entriommen 

(S) Leiterptatte und Verfahren zunri Verbinden einer Leiterplatte 

(I?) ' Zur elektrischen Verbindung eines stiftformigen Bau- » 
teils mit einer ebenen Leiterplatte wird vorgeschlagen, in 
der Leiterplatte eine Bohrung bzw. ein Loch anzubrdhen 
und die metallische Beschichtung gber das Loch hinweg- 
zufuhren, beispielsvyeise in Form eines AnschlulSpads. 
Uber dem Loch wird das AnschlufSpad durch mehrere 
diametral verlaufende Schlitze in Kreissektoren unterteilt, ' . 
die an ihrem Aufienrand mit einer verbleibenden ringfor- 
migen Struktur des AnschluSpads verbunden bleiben. 
Das mil der Leiterplatte zu verbindende stiftartige Bauteil 
wird auf das AnschluSpad aufgesetzt und in das Loch ein- 
geprefSt. Dadurch klappen die Sektoren um den Rand des 
Lochs herum und.Jegen sich an .die Wand des Lochs an. 
Sie werden gegen diese Wand durch das stiftformige 
Bauteil verpref^t und stellen somit eine elektrische Verbin- 

dung her. ** . ' ^ 
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Beschreibung 



Die Erfindung geht aus von einer Leiteqjlatte mit einer 
auf einem Dielektrikum angebrachten Beschichtung. in 
Form von Leiterbahnen und Anschlufipads. 

Zur Verbindung von Bauteileh mit Anschlufistiften mit 
Leiterplatten ist es bekannt, in der Leiterplatte Bohrungen 
anzubringen und diese durchzukontaktieren. Dadurch ent-. 
steht eine metallische Hiilse an der Wand der Bohrung, die 
dann zum Einpressen oder Einloten von stiflartigen Bautei- 
len verwendet werden kann. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine einfacher 
herzustellende Leiterplatte und ein Verfahren zu schaffen, 
mit dem sich eine Verbindung mit anderen Bauteiien her- 
stellen lafit. 

Zur Losung dieser Aufgabe schlagt die Erfindung eine 
Leiterplatte mit den im Arispruch 1 genannten Merkmalen 
sowie ein Verfahren mit den im Anspruch 20 genannten 
Merkmalen vor. 

Die Erfindung schlagt ebenfalls eine Kontaktstruktur mit 
den Merkmalen des Anspruchs 18 vor. 

Weiterbildungen der Erfindung* sind Gegenstand von Un- 
teranspriichen. 

Bei dem Loch, das in der Leiterplatte angeordnet ist, kann 
es sich um ein durchgehendes oder auch um ein Sackloch 
handeln. Die Schwachung der Beschichtung fuhrt dazu, daB 
die metallisch leitende Beschichtung beim Einfuhren eines 
Stifles umgefaltet wird, so daB sie um die Rander des Lochs 
herum nach innen in das Loch hineingelegt wird und sich an . 
den Stift anlegt. 

Zum Uinfalten der Beschichtung kann beispielsweise .ein 
AnschluBstift eines mit . der Leiterplatte zu verbindenden 
Bauteils dienen. Zu diesem Zweck konnen bei Bauteilen.mit 
vielen Stiften entsprechend viele derart ausgebildete Lpcher 
vorhanden sein. ' ■ . 

Es ist ebenfalls moglich, einen einzelnen Stift in ein sei- 
ches Loch einzupressen, um dadurch eine sowohl .elektri- 
sche als auch ggf. auch mechanische Verbindung zwischen 
der Leiterplatte und dem EinpreBstift zu schaffen. 

Insbesondere kann vorgesehen sein, daB der Durchmesser 
des Lochs derart auf d6n Durchmesser des Stiftes abge- 
stimmt wird, daB der umgbfaltete Teil der Beschichtung von 
dem Stift gegen die Innenwand des Loches gepreBt wird. 
Dadurch kann eine wirksame elektrische Verbindung herge- 
stellt werden. 

Es kann erfindung sgemaB vorgesehen sein, daB die Lei- 
terplatte auf einer Tragerschicht aufgebracht ist. In diesem 
Fall kann ein EinpreBstift, Sowohl ein einzelner als auch* ein 
Stift eines Bauteils, bis in ein korrespondierendes Loch der 
Tragerschicht reichen. 

Zui* Schwachung der Beschichtung im Lochbereich kann 
erfindungsgemaB vorjgesehen sein, daB die Beschichtung 
mindestens einen etwa diametral zu dem Loch verlaufenden 
Schlitz aufweist. Insbesondere konnen mehrere Schlitze 
vorgesehen sein, die mit Vorteil steniformig angeordnet- 
sind. 

In Weiterbildung kann vorgesehen sein, daB die Be- 
schichtung uber dem Loch als ein AnschluBpad ausgebildet 
ist, das mindestens angenaherte Kreisform aufweist urid 
diirch Schhtze in Kreissegmente unterteilt ist, Es kann dabei 
ausreichen, dafi die Schlitze das AnschluBpad in Kreisseg- 
mente unterteilen, auch wehn der AuBenumfang des Pads 
keine Kreisform aufweist, 'sondem beispielsweise quadra- 
tisch ist. 

Insbesondere kann vorgesehen sein, dafi der AuBendurch- 
messer des Pads gr&Ber als der Lbchdurchmesser ist und das 
AnschluBpad konzentrisch zum Loch angeordnet ist. 

ErfindungsgemaB kann vorgesehen sein, daB die Schlitze 
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nur bis zum Rand des Lochs reichen. Dadurch bleibl auch 
nach dem Umfalten der einzelnen, durch die Schlitze geteil- 
ten Kreissegmente ein auBerer geschlbssener Ring auf der 
. AuBenseite der Leiterplatte zuriick. 

Besonders giinstig ist es, wenn das Anschlufipad durch 
die Schlitze in sechs oder acht Kreissektoren unterteilt wird. 
Diese sind dann klein genug, um sich leicht von der ebenen 
Form in die teilzylindrische Form urnbiegen zu lassen. 

Die Struktur eines Kontaktpads, das durch stem formig 
angeordnete SchUtze in tortenstuckartige Kreissektoren un- 
terteilt ist, kann allgemein auch ziir Kontaktierung von stab- 
fbrmigen oder stiftformigen Teilen aus leitenden Materia- 
lien verwendet werden. 

ErfindungsgemaB kann die Leiterplatte, an der die teil- 
weise umfaltbaren Pads vorhanden sind, eine flexible oder 
eine starr/flexible Leiterplatte sein. Durch das Einfiihren der 
Stifte werden die sektorahnUchen Teile so umgefaltet, daB 
eine mechanische und/oder elektrische Verbindung mit einer 
starren Tragerplatte hergestellt werden kann. Wenn die 
Stifte metalUsch sind, so kann es ausreichen, daB die Verbin- 
dung zwischen den Pads und den Stiften nur innerhalb der 
Locher der Leiteiplatte erfolgt, wahrerid die elektrische Ve ' . 
bindung dann zwischen den Stiften urid der Tragerplatte er- 
folgen kann. 

Wenn die Verbindungsstifte dagegen aus nicht leitendem 
Material bestehen, so kann, erfindungsgemaB vorgesehen 
sein, daB die AnschluBpads so dimensioniert.sind, daB die 
umzufaltenden Teile bis in Offnungen der Tragerplatte rei- 
chen, 

• Bei den Stiften kann .es sich um einzelne Stifte oder auch 
um an einem gemeinsamen Bauteil angebrachte Stifte han- 
deln, also beispielsweise Stifte, die an einem Deckel ange- 
bracht sind, zur Herstelluhg eines Package, Bei diesem Pak- 
kage konnen die Bauteile im Deckel angeordnet sein, wah- 
rend die Verdrahtung beispielsweise auf einer flexiblen Lei- 
terplatte angeordnet ist. Die Verbindung zwischen Deckel, 
flexibler oder auch starr/flexibler Leiterplatte und der Tra- 
gerplatte bildet dann ein Package. 

. Insbesondere kann vorgesehen sein, daB der Deckel zwei- 
teilig ausgebildet ist und der obere Teil, d. h. der von der 
Leiterplatte abgewandteTeil, abnehmbar ist. 

ErfindungsgemaB kann auch vorgesehen sein, daB die 
umgefalteten Teile der Pads bis in ein mit der Leiterplatte Z' ' 
.verbindendes rohrformiges Bauteil reichen. 

Zur Erleichteruhg des Umfaltens kann vorgesehen sein, 
daB die keilformige Zwischenraume getrennt sind. Dies be- 
deutet, daB die zwischen den umzufaltenden Teilen vorhan- 
denen Schlitze eine nach auBen hin zunehmende Breite auf- 
weisen. 

Das von der Erfindung vorgeschlagene Verfahren kann 
beispielsweise dazu dienen, eine Leiterplatte mit stiftformi- 
gen oder rohrfbrmigen Bauteilen.zu verbinden. Die Verbin- . 
dung kann sbwohl eine elektrische ais auch eine mechani- 
sche sein. Dabei konnen die. stiftformigen Bauteile auch nur 
als Hilfsmittel dienen,' um die Leiterplatte, insbesondere 
dann, wenn sie flexibel oder starr/flexibel ist, mit einer star- 
ren Tragerplatte zu verbinden. 

Auf diese >yeise konnen Packages hergestellt werden, bei 
denen an Deckeln oder Gehausen Stifte angebracht sind, die 
durch eine flexible Leiterplatte hihdurch elektrische und me- 
chanische Verbindungen mit einer insbesondere starren Tra- 
gerplatte oder einer Tragerfolie herstellen. 

Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorziige ergeben 
sich aus den Patentanspriichen, deren Wortlaut durch Be- 
zugnahm'e zum Inhalt der Beschreibung gemacht wird, der 
folgenden Beschreibung einer bevorzugien Ausfiihrungs- 
form der Erfindung sowie anhand der 2^ichnung. Hierbei 
zeigen: 
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Fig. 1 eine vereinfachte Darstellung auf eine Leitejplatte 
mit Ahschlufipads und^inem mil der Leiterplatte zu verbin^ 
denden elektxonischen Bauteil; 

'Fig. 2 in vergrofiertem Mafistab eine Aufsicht auf die 
Kontaktstruktur eines.Leiterpads, wie sie in Fig. 1 verwen- 
det werden; 

Fig, 3 in nochmals vergroBertem MaBstab einen Quer- 
schnitt durch ein Ansc^hluBpad nach Anbringen eines stift- 
formigen Bauteils. 

Fig. 4 eine der Fig. 3 entsprechende Darstellung zur Ver- 
bindung mit einem rohrformigen Bauteil; 

Fig. 5 eine der Fig. 2 entsprechende Darstellung bei einer 
leicht geanderten Ausfuhrungsform eines AnschluBpads; 

Fig. 6 den schematischen Aufbau mehrerer.Elemente zur 
Bildung eines Package; . 

Fig. 7 die Einzelteile zur Verbindung einer flexiblen Lei- 
terplatte uber ein Abstandselement mit einer starren Leiter- 
platte; 

Fig. 8 das Ergebnis.des in Fig. 7 vorbereiteten Vorgangs. 

Fig. 1 zeigt stark, vbreinfacht eine Leiterplatte 1 in* Form 
einer Platte. Es kann sich dabei um eine starre ebene Platte 
Oder aiich um eine flexible Platte handeln; 

Auf der Oberseite der Platte ist eine metallische Be- 
schichtung vorhanden, die einzelne Leiterbahnen 2 und An- 
schlufipads 3 bildet. Die AnschluBpadis 3 weisen die Form 
von Kreisen auf, die konzentrisch iiber Lochem bzw. Boh- 
rungeri angebracht sind, die daher hicht sichtbar sind. 

Mit deri AnschluSpads 3, die im dargestellten Beispiel als 
Reihe angeordnet sind, soil ein elektronisches Bauteil 4 
elektrisch verbunden werden, das eine der Zahl und Anord- 
nung der ArischluBpads 3 entsprechende Zahl von An- 
schluBstiften 5 aufweist. 

Die Form der AnschluBpads, die in Fig. 1 nur angedeutet 
ist, geht aus Fig. 2 naher hervor. Fig. 2 zeigt in vergroBertem 
MaBstab ein solches AnschluBpad. Es besteht aus der metal- 
lischen Beschichtung der Leiterplatte 1 und ist einstuckig 
mit einer Lei terbahn 2. verbunden. Das Anschlufipad 3 weist 
einen kreisformigen Umfang auf. In der flachigen Metall- 
struktur des AnschluBpads 3 sind drei einander im Mittel- 
punkt des ' kreisformigen Umfahgs schneidende Schlitze 6 
vorhanden, die beim Herstellen der Leiterplatten mit herge- 
stellt werden, beispielsweise durch Atzen. Die Schlitze 6 
verlaufen diameU*al zu der kreisformigen AuBenform des 
AnschluBpads, reichen abeir nicht bis zum AuBenumfang. 
Ihre auBeren Enden 7 liegen auf eihem Kreis, der konzen- 
trisch zum AuBenumfang des AnschluBpads 3. angeordnet 
ist, • • ■ . ■ • .- , 

Ein solches AnschluBpad 3 ist derart gegenuber einem 
Loch 8 in der Leiterplatte 1 angeordnet, daB der AuBenum- 
fang des AnschluBpads 3 konzentrisch zu dern Rand des 
Lochs verlauft; wobei der Einfachheit halber vori einem 
Loch mit kreiszylindrischer Form ausgegangen wird. Die 
AnschluBpads konnten auch fiir Locher mit mehrkantiger 
Form verwendet werden, 

Beispielsweise ist das Anschlufipad 3 so angeordnet, daB 
der Kreis, auf dem die Enden .7 der Schlitze 6 liegen, mit 
dem Rand des Lochs 8 zusammenfallt, 

Wird nun auf die in Fig. 2 dargestellte Kontaktstruktur ei- 
nes solchen AnschluBpads von oben her ein Stift aufgesetzt 
und eingedriickt, so falten sich die zwischen den. Schlitzen 
stehenbleibenden tortenstUckartigen Kreissektoren 9 um die 
• Verbindungslinie zwischen den Enden 7 zweier benachbar- 
ter Schlitze 6. Die Kreissektoren 9 klappen nach unten in das 
Loch hinein und legen sich an die AuBenwand eines An- 
schluBstiftes 5 des elektronischen Bauteils 4. 

Fig. 3 zeigt die Form, die ein AnschluBpad 3 nach jeinem 
derartigen Umklappen in das Loch 8 hinein ahnimmt. Bei 
der Ausfuhrungsform nach Fig. 3 wird ein.einzelner stopsel- 



artiger EinpreBstift 10 verwendet, der in irgendeiner nicht 
dargestellten Weise fUr eine elektrische Verbindung verwen- 
4et wird, beispielsweise zum Anschlufi eines Zuleitungs- 
drahtes. 

.5 Die zwischen den Schlitzen 6 gebildeten Kreissektoren 9 
werden durch .das Einschieben des EinpreBstiftes 10 umge- 
faltet und gegen die Wand 11 des Loches 8 angepreBt. Da- 
durch -wird gleichzeitig eine kraftschlussige und damit elek- 
trisch leitende Verbindung zwischen dem EinpreBsdft 10 
10 und dem Anschlufipad 3 und/oder zwischen dem AnschluB- 
. pad 3 und der Leiterplatte 1 geschaffen. 

Es ist moglich, daB die dargestellte Leiterplatte 1 auf einer 
Tragerschicht aufgebracht ist. In diesem Fall kann man auch 
in der Tragerschicht ein entsprechendes'Loch vorsehen und 
15 den EinpreBstifl 10 so gestalten, daB er bis in das Loch der 
darunterliegenden TVagerschichf reicht. 

Die von der Erfindung vorgeschlagene Kontaktsunktur 
ermoglicht das Kontaktieren von stiftformigen Bauteilen, 
. . siehe Fig. 3, oder auch von rohrformigen Bauteilen, indem 
20 man namHch die Kreissektoren in das Innere eines rohrfor- 
migen Bauteils umfaltet. 

Wahrend bei der Ausfuhrungsform nach Fig. 3 eine Ver- 
bindung. zwischen dem Stopsel 10 und dem AnschluBpad 3 
hergestellt wird, zeigt Fig. 4 eine Moglichkeit, wie eine 
25 elektrische und . mechanische Verbindung zwischen eiriem 
AnschluBpad 3 und einem in die Offnung der Leiterplatte 1 
eingesetzten rohrformigen Bauteil 12 erfolgt. Dieses Bauteil 
• wird zunachst in die Bohrung der Leiterplatte 1 eingesetzt, 
. insbesondere soweit, daB sein oberes Ende bundig mit der 
30 Oberseite der Leiterplatte 1 verlauft. AnschlieBend werden 
durch Einstecken des Stopsels 10 die Sektoren 9 des An- 
schluBpads nach unten umgefaltet und gegen die Innenwand 
des rohrfbnnigen Bauteils 12 gepreBt. Das rohrfbrmige 
Bauteil 12 kann dabei sowohl zur Herstellung einer mecha- 
35 riischen Verbindung der Leiterplatte als auch zur Herstel- 
lung einer elektrischen Verbindung zwischen dern An- 
schluBpad 3 und dem Bauteil 12 dienen. Der Stopsel 10 
kann, wenn eine elektrische Verbindung mit dern rohrformi- 
gen Bauteil 12 hergestellt wird, auch aus einem nichtleiten- 
-40 den Material bestehen. 

Fig. 5 zeigt eine der Fig. 2 entsprechende Aufsicht auf ein 
AnschluBpad 3, bei dem die zwischen den Sektoren 9 der 
Beschichtung vorhandenen Schlitze durch Zwischenraume 
13 ersetzt sind, die von der Mitte des AnschluBpads 3 in 
45 Richtung auf die AuBenseite hin eine zunehmende Breite 
aufweisen, also ebenfalls etwa sektorformig ausgebildet 
sind. Dadurch erhalten die umziifaltenden Sektoren 9 an der - 
Stelle, wo sie umgefaltet werden,- eine kleinere Breite, so 
daB sie sich leichter umfalten lassen. 
50 Fig. 6 zeigt schemadsch eine Darstellung, wie eine Lei- 
terplatte 1, die als flexible Leiterplatte ausgebildet ist, mit 
Hilfe eines Deckels 14 an einer starren Tragerplatte 15 ange- 
bracht werden kann. Auf der flexiblen Leiterplatte 1 ist die 
elektrisch leitende Beschichtung mit den AnschluBpads 3 
"55 angeordnet,. und z war in Fig. 6 auf der Oberseite, d. h. auf 
der dem Deckel 14 zugewandten Seite. Auf der flexiblen 
• Leiterplatte 1 konnen elektrohische Bauteile 16 angebracht 
sein. Ebenfalls moglich ist es, daB die elektronischen Bau- 
teile 16 in dem als Gehause dienenden Deckel 14 unterge- 
60 brachtsind. 

Auf der der Leiterplatte 1 zugewandten Unterseite des 
Deckels 14 sind eine Vielzahl von Stiften 5 angeordnet, die, 
je nach gewiinschter Funkdon, metallisch oder aus Kunst- 
stoff bestehen konnen. Beim Zusammenfiigen offnen diese 
65 Stifte 5 die AnschluBpads und falten die Sektoren 9 nach un- 
. ten, so daB sie auf der Unterseite der Leiterplatte 1 heraus 
.-treten und in die Offnungen der starren Tragerplatte 15 ein- 
greifen. Auf diese Weise wird eine mechanische Festlegung 
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von Deckel 14, flexibler Leiterplatte 1 und Tragerplatte 15 
hergestellt und gleichzeitig eine elektrische Verbindung 
zwischen beispielsweise den Bauteilen, wenn diese im Dek- 
kel 14 untergebracht sind, und der Leiterplatte 1 heigestellt. 

Fig, 7 zeigt in stark vergroBertem MaBstab eine Moglich- 5 
keit,. wie eine mit den Anschlufipads verburidene flexible 
Leiterplatte iiber ein rohrformiges Bauteil 16 mit einer vor- 
zugsweise starren Tragerplatte 15 verbunden werden kann. 
In die Offiiung 17 der Tragerplatte 15 wird von oben .her das 
rohrfbrmige Bauteil 16 eingesetzt, das im Bereich seines 10 
oberen Ehdes eine Verbreiterung 18 aufweist. Diese be- 
grenzt das Einschieben des Bauteils in die Tragerplatte 15. 
In das rohrfbrmige Bauelement 16 wird dann von unten her- 
ein >yeiteres Rohr 19 eingeschoben, dessen oberes Ende 
dann biindig mit dem oberen Ende des Zwischenteils 16 an- 15 
geordnet ist. Von oben her wird die flexible Leiterplatte 1 
aufgelegt und ein rohrformiger Stopsel 20 von oben her auf- 
gesetzt. Dieser prefit die gegebenenfalls schon etwas vorum- 
gefalteten Sektoren 9 gegen die Innenseite des Rohrs 19. 
Auf diese Weise wird eine inechanische und elektrisch lei- 20 
tende Verbindung. zwischen dem AnschluBpad und . dem 
Rohr 19 hergestellt. Wenn der rohrforniige Stopsel 20 aus 
Metall besteht, wird auch eine elektrisch leitende Verbin- 
dung zu diesem Bauteil hergestellt. Als Ergebnis ist die fle- 
xible Leiterplatte 1 mit Abstand oberhalb der starren Leiter- 25 
platte 15 angeordnet, wie dies in Fig. 8 dargestellt ist. 

Paten tanspriic he 

1. Leiterplatte, mit . . 30 

1.1 einem plattenformigen ggf. bibgsamen Di- 
elektrikum und ' 

1.2 darauf angebrachten Leilerbahnen • (2) und/ 
oder AnschluBpads (3) aus einer metallischen Be- 
schichtung, sowie ihit 35 

1.3 mindestens einem Loch (8), 

1.3.1 iiber das die Beschichtung gefuhrt ist, wobei 

1 .4 die Beschichtiing iiber dem Loch (9) derart ge- 
schwachtist, 

1,4.1 daB sie bei Einfuhren eines Stiftes (5, 10) in 40 
das Innere des Lochs (8) zur Anlage an der Loch- 
. . wandung (10) umgeklappt bzw. umgefaltet wer- 
den kann. 

- 2. Leiterplatte nach Anspruch 1, bei der die Beschich- 
tung durch das Einfuhren eines AnschluBstiftes (5)..ei- 45 
nes mit der Leiterplatte (1) zu verbindenden Bauteils 
(4) umgefaltet wird. 

3. Leiterplatte nach Anspruch 1, bei der die Beschich- 
tung durch das Einpressen eines einzelrien EinpreBstif- 
tes (10) umgefaltet wird. 50 

4. Leiterplatte nach einem der vorhergehenden An- 
spriichei bei der der umgefaltete Teil.der Beschichtung 
von dem Stift (5, 10) gegen die Wand (11) gepreBt 
wird;. < " ■ 

./ 5. Leiterplatte nach einem der vorhergehenden An- 55 
spriiche, bei der der Stift (5, 10) bis in eine auf der ge- 
geniiberliegendeh Seite.der Leiterplatte angeordnete 
Tragerschicht reicht. 

6. Leiterplatte nach einerh der vorhergehenden An- 
spruche, bei der die Beschichtung mindestens einen 60 - 
etwa diametral zu depi Loch (8) verlaufenden Schlitz 

(6) aufweist. - 

7. Leiterplatte nach Anspruch 6, bei der die Beschich- 
tung mehrere stemfdrmig angeordnete Schlitze (6) auf- 
weist. 65 

8. Leiterplatte nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, bei der ein AnschluBpad (3) iiber dem' Loch 
(8) durch Schlitze (6) in Kreissegmente (9) unterteilt 



ist. 

9. Leiterplatte nach Anspruch 8, bei der der AuBen- 
durchmesser des Pads (3) groBer als der Lochdurch- 
messer ist und das Pad konzentrisch zum Loch (8) an- 
geordnet ist. 

10. Leiterplatte nach einem der Anspriiche 6 bis 9, bei 
der der mindestens eine Schlitz (6) nur bis zum Rand 
des Lochs (8) reicht. 

11. Leiterplatte nach einem der An sprue he 8 bis 10, 
bei der die Beschichtung in sechs bis acht Kreissekto- 
ren (9) unterteilt ist. 

12. Leiterplatte nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, wobei die Leiterplatte (1) flexibel oder starr/ 
'flexibel ist und diirch das Einfuhren der Stifte (5, 10, 
20) eine mechanische und/oder elektrische Verbindung 
mit einer starren Tragerplatte (15) herstellbar ist. 

13. Leiterplatte nach Anspruch 12, bei der die umge- 
• falteteh Bereiche der Beschichtung bis in die Offnun- 

gen (17) der Tragerplatte reichen. 

14. Leiterplatte nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, bei der die Stifte (5, 10) an einem Deckel (14> 
zur Herstellung eines Packages angebracht sind. 

15. Leiterplatte nach Anspruch 14, bei der der Deckei 
14 zweiteilig mit einer abnehmbaren Deckelplatie aus- 
gebildetist. 

16. Leiterplatte nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, bei der die umgefalteten Teile (9) der Pads (3) 
bis in ein mit der Leiterplatte (1) zu verbindendes rohr- 
formiges Bauteil (12, 19) reichen. 

' 17. Leiterplatte nach einem der vorhergehenden An- 
spriiche, bei der die umzufaltenden Teile (9) der Be- 
schichtung durch aiisgestanzte keilformige Zwischen- 
rauihe (13) getrennt sind. 

18. Kontaktstruktur zum elektrischen Vei-binden einer 
Leiterplatte (1) mit weiteren Bauteilen, enthaltend eine 
ebene metallische Struktur mit von einem Mittelpunkt 
ausgehenden stemartig angeordneten diametralen nicht 
bis zum- AuBenumfang reicfienden Schlitzen (6) bzw. 
Ausstanzungen (13). 

19. Kontaktstruktur nach Anspruch (18), enthaltend 
eines oder mehrere Merkmale der sich auf die An- 
schlufipads (3) beziehendeh Merkmale nach einem der 
Anspniche 1 bis 17. 

20: Verfahren zum Verbinden einer Leiterplatte (l).rnii. 
weiteren Bauteilen, bei.dem 

20.1 die Leiterplatte (1) mit mehreren Lochem (8) 
versehen, 

20.2 im Bereich jedes Lochs (8) mit einer leiten- 
den Beschichtung beschichtet, 

.20.3 und die Beschichtung im Bereich des Lochs 
(8) derart geschwacht wird, 

20.4 daB sie durch Einpressen eines Stifts (5, 10, 
20) in das Loch (8) umgefaltet und 

20.5 duirch den Stift (5, 10, 20) gegen die Loch- 
wand gepreBt wird. 

21. Verfahren nach Anspruch 20, bei dem durch das 
Einpressen der Stifte (5, 10, 20) durchkontaktierte 
Bohrungen hergestellt werden. • 

22. Verfahren nach Anspruch 20 oder 21, bei dem die 
umgefalteten Bereiche (9) der Beschichtung bis in eine 
OfFnung eines auf der gegeriiiberliegenden Seite der 
.Leiterplatte {1) angeordneten weiteren Bauteils (12, 15, 
19) reichen. 

23. ' Verfahren riach einem der Anspriiche 20 bis 22, bei 
dem eine flexible Leiterplatte (1) mit einer insbeson- 
dere starren Tragerplatte (15) verbunden wird. 

24. Verfahren nach einem der Anspriiche 20 bis 23, 
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